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	摘要


	基频(Baseband)，又叫基带。在大部分手机中，基频都是最昂贵的半导体元件，随着TFT-LCD显示屏价格的下降，基频正在成为手机中占成本比例最高的元件。不仅如此，基频还决定了手机平台的选择，很大程度上决定了手机的功能和性能。毫无疑问，基频是手机的心脏。

2006年的手机基频市场延续了2005年的态势，联发科依然高居第一，远远地将竞争对手抛在身后。不同的是，联发科力求改变自己黑手机幕后操作者的形象，主打正规厂家市场，刻意减少黑手机市场的供应量，TCL、波导和夏新都加大了对联发科的采购量，这些品牌60%以上的手机采用联发科的基频。手机业务也超越联发科原来的主业光驱IC业务成为联发科的主业，贡献了40%的收入，毛利率也提高到55%以上，让那些毛利率也连20%都不敢奢望的基频厂家羡慕得要死。而出货量也大涨，达到5500万套的出货量，又有量又有利润。
考虑到中国大陆市场已经很难有大的成长空间，联发科将目标瞄准全球前五大手机企业，顺利打入三星和LG的供应链，三星的还在开发中，而采用联发科基频的LG手机已经开始热卖，型号为KG200和KG300，主打印度市场。而三星的采用联发科基频的手机也很快上市。
面对如此强大的对手，自然就有些基频厂家甘拜下风，退出市场。第一个退出的是Skyworks，在2004财年，Skyworks基频业务的收入是1.42亿美元，2005财年是1.23亿美元，2006财年锐减到0.5亿美元，表面原因主要是Skyworks主要的合作伙伴德信无线这家手机设计公司出货量锐减，实际深层次的原因是原本采用Skyworks方案的联想转投奔联发科阵营。而维持基频业务的成本颇高，Skyworks断然撤出基频业务，乃是明智之举。
第二个乃是将要退出的，这就是杰尔。杰尔的主要客户是夏新和三星。三星近期大幅度采用前身为NXP的飞利浦的基频，让杰尔的收入锐减。而杰尔的硬盘业务却发展良好。2006年12月4日，LSI Logic Corporation和杰尔系统有限公司(Agere Systems Inc.)宣布，双方已签署一份价值近40亿美元的协议，把两家公司合并在LSI Logic的名下。这两家公司共同点就是都在磁存储领域耕耘多年，同样面临发展的瓶颈和来自Marvell、Broadcom的竞争。两家决定合并，全力发展存储领域而不是手机领域。手机领域的力度会大大降低，联发科再少一个竞争对手。
美国厂家退出的地方就必然有台湾厂家进入，凌阳电通有GSM／GPRS以及PHS基频芯片量产，威盛转投资的威睿、力晶转投资的力原、智讯，以及旺宏分出的迅宏，以及联电转投资的瑞铭等进军基频，有些已经推出样片，甚至少量销售。
威盛旗下威睿原本只有高通授权的CDMA芯片发售，近年来也成功开发出GSM／GPRS手机基频芯片，已在今年初开始出货至大陆黑手机客户外，凌阳电通与旺宏分出的迅宏，近期均已推出GSM／GPRS手机，将在明年初加入竞争，另外，威盛与台积电、明基合组研发联盟，近期完成WCDMA基频芯片通话测试。
凌阳电通自母公司凌阳科技分出，目前主要营收来源为PHS（小灵通）手机基频芯片，明年目标将先靠PHS基频芯片达到损益两平，据了解，凌阳电通WCDMA手机人机接口近期也已完成，基频芯片则将在明年第二季推出。
至于台湾第一大内存厂家力晶将切入八寸逻辑IC晶圆代工市场，为此更积极转投资设计公司以培养潜在客户，除了PHS基频芯片厂力原通讯外，今年的转投资包括LCD驱动芯片公司奕力下半年来成功打开大陆手机市场，另外投资GPS基频芯片设计公司智讯，近期则开始招兵买马，锁定手机整合GPS的应用。
中国市场作为全球手机最重要的市场之一，特别是3G牌照的发放时间越来越临近，也使得中国手机市场倍受关注。中国3G方面则扑朔迷离，有4-5家公司专注于TD-SCDMA基频的开发。尽管TD-SCDMA吸引了越来越多公司的兴趣，但是它的风险仍然很高。 TD-SCDMA的成熟程度，运营商的支持力度这些都蕴含巨大的变数。而外资如诺基亚、德州仪器、飞利浦、三星都参股了TD-SCDMA基频厂家，一旦TD-SCDMA市场启动，这些大厂商可以轻松地在第一时间推出相关产品。而独立开发的ADI硬件实力颇为雄厚，软件方面则严重短板，老的软件合作伙伴TTPCOM被摩托罗拉买下来后，ADI必须考虑是不是要退出基频行业。
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